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第1章 简介

 



课程介绍

本课程将介绍SMT元器件及相关生产工艺和设备的知识。通

过学习本课程，您将了解到SMT元器件的发展历程和基本知

识，掌握SMT生产线的工艺流程及相关设备的使用方法。



SMT元器件概述

SMT（Surface Mount Technology）即表面贴装技术，是

一种新型电子元器件贴装工艺。与传统的DIP（Dual In-line 

Package）贴装技术相比，SMT元器件具有体积小、重量轻、

频率高等优点。



SMT和DIP元器件的比较

优点：

SMT元器件

- 体积小、重量轻
- 频率高、电容大 - 焊接可靠性高



1.面料加工：将PCB切割为所需形状

SMT生产线的基本组成01

03

3.插件：将插件元器件插入PCB上

02

2.印刷：将贴片胶浆印制到PCB上



SMT贴片工艺

SMT贴片工艺是SMT生产线中的核心环节之一。它是将

SMT元器件自动精确地贴装到PCB上的过程。常用的贴装设

备有贴片机和印刷机。



印刷机印刷机

1.1.印刷：将贴片胶浆印制到印刷：将贴片胶浆印制到

PCBPCB上上

2.2.制作模板：模板上印有元器制作模板：模板上印有元器

件位置和方向的图案件位置和方向的图案

3.3.调整参数：包括胶浆的厚度、调整参数：包括胶浆的厚度、

印刷速度等印刷速度等

4.4.高精度：模板和高精度：模板和PCBPCB的位置的位置

和方向必须精确对位和方向必须精确对位

其他设备其他设备

1.1.后焊：将元器件焊接到后焊：将元器件焊接到PCBPCB上上

2.2.检测：通过视觉或机器检测，检测：通过视觉或机器检测，

检测检测PCBPCB上的元器件位置、方上的元器件位置、方

向和焊接质量等向和焊接质量等

3.3.清洗：清除清洗：清除PCBPCB表面残留的胶表面残留的胶

浆、通针油等浆、通针油等

4.4.维修：对焊接不良或损坏的维修：对焊接不良或损坏的

元器件进行更换和修复元器件进行更换和修复

常见问题常见问题

1.1.元器件摆放不正确元器件摆放不正确

2.2.胶浆印刷厚度不均匀胶浆印刷厚度不均匀

3.3.元器件位置偏移或翻转元器件位置偏移或翻转

4.4.焊接不良或虚焊等焊接不良或虚焊等

SMT贴片设备

贴片机贴片机

1.1.自动送料：将元器件从料盘自动送料：将元器件从料盘

中运送到贴片头部中运送到贴片头部

2.2.精确定位：通过检测精确定位：通过检测PCBPCB的的

位置和角度，使贴片头部准确位置和角度，使贴片头部准确

地放置元器件地放置元器件

3.3.提供精细的参数调整：包括提供精细的参数调整：包括

吸嘴、真空度、压力、速度等吸嘴、真空度、压力、速度等

4.4.高效率：每小时可完成数万高效率：每小时可完成数万

个元器件的贴装个元器件的贴装
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第2章 SMT元器件的种类

 



电容器电容器

电容器是一种用来存储电能的器件。常用的电容器有电解电电容器是一种用来存储电能的器件。常用的电容器有电解电
容、陶瓷电容、铝电解电容等。不同类型的电容器有不同的容、陶瓷电容、铝电解电容等。不同类型的电容器有不同的
特点，因此在选型时需要根据具体的应用场景进行选择。此特点，因此在选型时需要根据具体的应用场景进行选择。此
外，在使用电容器时还需要注意其极性、使用电压范围等。外，在使用电容器时还需要注意其极性、使用电压范围等。

 



电容器的选型原则

根据需要的电容量

选择合适的电容器

容值

根据需要承受的最

大电压选择合适的

电容器

电压

根据实际工作环境

选择合适的电容器

工作温度范围

根据工作频率选择

合适的电容器

频率特性



电容器的使用注意事项

1. 确认使用电容器的极性，避免反接；

2. 在工作电压范围内使用电容器；

3. 避免高温环境下使用电容器，避免电容器老化，影响使用

寿命；

4. 避免机械震动对电容器的影响；

5. 根据具体使用情况合理布局电容器的位置，避免互相影响。



电感器电感器

电感器是一种能够储存磁场能量的元器件，常用的电感器有电感器是一种能够储存磁场能量的元器件，常用的电感器有
铁芯电感、空气芯电感等。不同类型的电感器有不同的特点，铁芯电感、空气芯电感等。不同类型的电感器有不同的特点，
因此在选型时需要根据具体的应用场景进行选择。此外，在因此在选型时需要根据具体的应用场景进行选择。此外，在
使用电感器时还需要注意其电流饱和、自感等特性。使用电感器时还需要注意其电流饱和、自感等特性。

 



电感器的选型原则

根据需要的电感量

选择合适的电感器

电感值

根据需要承受的最

大电流选择合适的

电感器

工作电流

选择品质因数适当

的电感器有利于提

高电路的性能

电感器的品质
因数

在高频场合，电感

器的自感需要考虑

电感器的自感



电感器的使用注意事项

1. 在使用电感器时需要注意其电流饱和，避免电流过大导致

电感器性能下降；

2. 在选择电感器时需要考虑其自感、电阻等特性对电路的影

响；

3. 避免机械震动对电感器的影响；

4. 手工焊接时需要注意温度控制，避免焊接过程中烧坏电感

器。



电阻器电阻器

电阻器是一种能够将电能转化为热能的元器件，常用的电阻电阻器是一种能够将电能转化为热能的元器件，常用的电阻
器有碳膜电阻器、金属膜电阻器等。不同类型的电阻器有不器有碳膜电阻器、金属膜电阻器等。不同类型的电阻器有不
同的耐压、精度、功率等特点，因此在选型时需要根据具体同的耐压、精度、功率等特点，因此在选型时需要根据具体
的应用场景进行选择。此外，在使用电阻器时还需要注意其的应用场景进行选择。此外，在使用电阻器时还需要注意其
功率、温度系数等特性。功率、温度系数等特性。

 



电阻器的选型原则

根据需要的电阻值

选择合适的电阻器

电阻值

根据需要承受的最

大电压选择合适的

电阻器

耐压

在有精度要求的场

合，需要选择精度

高的电阻器

精度

根据电路功率选择

合适的功率的电阻

器

功率



电阻器的使用注意事项

1. 在使用电阻器时需要注意其功率，不要超额使用；

2. 在选择电阻器时需要考虑其精度、温度系数等特性对电路

的影响；

3. 避免机械震动对电阻器的影响；

4. 手工焊接时需要注意温度控制，避免焊接过程中烧坏电阻

器。



二极管二极管

二极管是一种能够将电能转化为光能或热能的元器件，常用二极管是一种能够将电能转化为光能或热能的元器件，常用
的二极管有普通二极管、肖特基二极管等。不同类型的二极的二极管有普通二极管、肖特基二极管等。不同类型的二极
管有不同的特点，因此在选型时需要根据具体的应用场景进管有不同的特点，因此在选型时需要根据具体的应用场景进
行选择。此外，在使用二极管时还需要注意其正反向击穿电行选择。此外，在使用二极管时还需要注意其正反向击穿电
压、反向漏电流等特性。压、反向漏电流等特性。

 



二极管的选型原则

根据需要的正向电

压降选择合适的二

极管

正向电压降

根据需要承受的最

大反向击穿电压选

择合适的二极管

反向击穿电压

根据需要承受的最

大反向漏电流选择

合适的二极管

最大反向漏电
流

根据需要承受的最

大正向电流选择合

适的二极管

最大正向电流



二极管的使用注意事项

1. 在使用二极管时需要注意其正反向击穿电压、反向漏电流

等特性；

2. 在选择二极管时需要根据具体应用场景选择合适的类型；

3. 避免机械震动对二极管的影响；

4. 手工焊接时需要注意温度控制，避免焊接过程中烧坏二极

管。
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第3章 贴装技术和质量控制

 



贴装工艺参数

包括热风温度、加

热时间等

温度参数

包括胶水粘度、锡

膏粘度等

粘度参数

包括传送带速度、

贴片头速度等

速度参数

 

 



SMT贴片质量管理

通过调整胶水粘度

等参数来避免

贴片位置偏差

通过增加预热区等

方法来避免

焊接虚焊

通过调整传送带速

度等参数来避免

组件错位

 

 



采用图像处理技术，对贴片进行快速检测

AOI检测01

03

 

 

02

采用X光检测技术，对焊盘进行全面检测

AXI检测



BGA贴装技术

介绍BGA的内部结

构和特点

BGA的结构

介绍BGA的贴装方

法和注意事项

BGA贴装方法

介绍BGA焊接常见

问题和解决方法

BGA焊接问题

 

 



调整贴装工艺参数

调整贴装工艺参数是确保SMT贴装工艺效果的关键步骤，通

过合理调整参数可以避免贴片位置偏差、焊接虚焊、组件错

位等问题的出现，从而达到提高生产效率和质量的目的。



BGABGA的结构的结构

BGABGA（（Bal l  Gr id ArrayBal l  Gr id Array）是一种新型封装形式，其内部结构）是一种新型封装形式，其内部结构
包括芯片、基板、导电球、封装胶等各个部分，可以最大程包括芯片、基板、导电球、封装胶等各个部分，可以最大程
度地提高芯片的集成度和运行速度，广泛应用于电子制造行度地提高芯片的集成度和运行速度，广泛应用于电子制造行
业。业。

 



SMT贴片质量管理

通过增加预热区等

方法来避免

焊接虚焊

通过调整胶水粘度

等参数来避免

贴片位置偏差

通过调整传送带速

度等参数来避免

组件错位
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